Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

BAZA MATERIALA A LABORATORULUI DE
CAE-CAD-CAM in domeniul electronicii tehnologice
aferent disciplinei Tehnologii electronice avansate si testare

Sistem de videoproiectie pe care se pot face demonstratii de pe calculatoare din retea sau de pe un
calculator/laptop independent

Ecran profesional de proiectie, flip-chart si tabla alba

Internet disponibil permanent, inclusiv wireless, in vederea accesarii portalurilor web unde se gasesc
materialele tehnice si stiintifice necesare disciplinei (note de curs, prezentari PowerPoint, platforme de
laborator, webinare si altele)

Platforme de laborator tiparite si in format electronic, planse si postere tehnologice etc.

Materiale didactice din domeniul tehnologiilor electronice: mostre de circuite imprimate, echipate sau
nu, componente THT/SMT clasice si speciale, module si sisteme electronice din diverse domenii
Software: Orcad 9.2, Cadence/Orcad 16.6, Cadence/Orcad 17.2 + variantele cele mai noi pe plan
mondial, PSpice, GerbTool/Visual CAM, Betasoft, alte sisteme CAD demo/lite/free

Informatii laborator

Indicativ sala: B302
Categorie laborator: Tehnologic
2
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Suprafata laboratorului este de aproximativ: 72.28 m

Volumul laboratorului este de aproximativ: 289.12 m
Laboratorul poate deservi pana la: 32 studenti

Resurse

Calculator Core2 Duo, 3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD RAID 0, Graficd Radeon X1600, Monitor
LCD 23" wide

Videoproiector Panasonic

Retroproiector Meotar

Teme de laborator

¢ Circuite electronice pe placa de prototipuri (breadboard) - Realizarea unui montaj experimental pe

placa de prototipuri cu contacte metalice (breadboard) al unei scheme de circuit astabil cu LED-uri,
varianta THT. Identificarea componentelor dupa schema, identificarea marcajelor, a bornelor
componentelor polarizate, montare componente, punere in functiune si depanare.

Tehnologia lipirii manuale a componentelor cu montare prin insertie (THD) - Lipire componente
electronice. Procedee de repair si rework In industria electronica. Metode bazate pe transferul prin
conductie si prin convectie (aer cald).

Tehnologia realizarii unui modul electronic in tehnologia SMT, imprimare pasta, plasare componente,
lipire, inspectie optica.



Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

e Circuite electronice pe placa de prototipuri (perfoboard) - Realizarea unui montaj experimental pe
placa de prototipuri cu perforatii al unei scheme de circuit astabil cu LED-uri, varianta THT.
Identificarea componente dupa schema, identificarea marcajelor, a bornelor componentelor polarizate,
montare componente, lipire componente, punere Tn functiune si depanare.

Discipline deservite

e Proiectare Tn electronica tehnologica (Ingineria Calitatii si Sigurantei in Functionare in Electronica si
Telecomunicatii - ICSFET, Masterat, Anul 1, Semestrul 2)

¢ Laborator interdisciplinar (Tehnologii Integrate Avansate in Electronica Auto - TAEA, Masterat, Anul
1, Semestrul 1)

o Tehnologii electronice avansate si testare (Tehnologii Integrate Avansate in Electronica Auto - TAEA,
Masterat, Anul 1, Semestrul 1)

e Modelarea, simularea si managementul termic ale modulelor electronice (Tehnologii Integrate
Avansate Tn Electronica Auto - TAEA, Masterat, Anul 1, Semestrul 2)

e Metode CAD in dezvoltarea modulelor electronice auto (Tehnologii Integrate Avansate in Electronica
Auto - TAEA, Masterat, Anul 2, Semestrul 1)

o Grafica asistata de calculator - Tehnici CAD pentru electronica (Tehnologii si Sisteme de
Telecomunicatii - TST, Licenta, Anul 2, Semestrul 1)

e Modelarea, simularea si managementul termic ale modulelor electronice (Tehnologia modulelor
electronice industriale - TMEI, Masterat, Anul 1, Semestrul 2)

e Automate programabile pentru aplicatii industriale (Tehnologia modulelor electronice industriale -
TMEI, Masterat, Anul 2, Semestrul 1)



